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(54) Method for manufecturing contactless and/or mixed chip cards 

(57) The invention relates to a method for manufacturing a chip card without contacts 
and/or with mixed function that carries an electronic micromodule component (2) or a 
simple metal contact, independent from the card to be manufactured, that are connected 
ydl an antenna (I I) between their inner and outer turns. In the mvention provides for the 
application of an insulation material (3) in the form of a film, which is tnmmed and 
applied onto the component film itself instead of applymg it onto the foil, which the 
antennas cany It is thus the component itself that, afterthis processing, simultaneously 
folfiUs the tasks of msulating bridge if it is attached onto the antenna such that it spans 
the latter. This way the insulation gdns robustness and can be implemented more easily 
because it is applied at the level of the component film. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagai 

(g) Verfahren zum Hersteiien von Kontaktlosen und/oder gemischten Chipkarten 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Hersteiien ei- 
ner Chipkarte ohne Kontakte und/oder mit gemischter 
Funktion, die ein elektronisches Mikromodulbauteil (2) 
Oder einen einfachen metallischen Kontakt tragt, abhan- 
gig von der herzusteilenden Karte, welche mit einer An- 
tenne (11) zwischen deren inneren und auReren Windun- 
gen verbunden sind. Die Erfindung sieht vor, einen Isola- 
tionsstoff (3) in der Form eines Films aufzubringen, der 
beschnitten und auf den Bauteilefilm selbst aufgebracht 
wird, anstatt ihn auf die Folie aufzubringen, welche die 
Antennen tragt. Es ist somit das Bauteil selbst, das nach 
dieser Behandlung gleichzeitig die Aufgabe der isolieren- 
den Brucke erfiillt, wenn es so auf die Antenne aufge- 
bracht wird, daB es diese uberspannt. Die Isolation ge- 
winnt dadurch an Robustheit und kann leichter realisiert 
werden, weil sie auf der Ebene des Bauteilefilms aufge- 
bracht wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel- 
len einer elekfronischen Anordnung, die daz.u hestimmf. ist, 
in den Korper einer Chipkarte eingebaut zu werden, die we- 
nigstens ein elektronisches Mikromodul auf weist, das auf 
einen Trager aus einem isolierendem Material auf gebracht 
isL, der eine Spule tragi, die ais Antenne dient, wobei das 
Mikromodul dazu bestimmi ist, mil dem Enden der Anien- 
nenwicklung elektrisch verbunden zu werden. 
[0002] Die Erfindung ist spezieller anwendbar auf das Ge- 
biet der Herstellung von kontaktlosen ("hipkarten, das heiBt 
Chipkarten, die ein kontaktlosen Betrieb sicher stellen kon- 
nen, wobei der Austausch von Informationen nach auBen al- 
lein iiber die Antenne ablauft. 

[0003] Das Herstellungsverfahren gemaB der Erfindung 
betrifft auch Chipkarten, die einen Beniebsmodus mit Kon- 

takt und cin Bctricbsmodus ohno Kontakt bcrcit stcUcn. Der 
Austausch von Informationen nach auBen erfolgt dabei enl- 
weder uber die Antenne (somit ohne Kontakt) oder iiber die 
Kontakte, welche auf der Oberflache der Karte aufgebracht 
sind. In der folgenden Beschreibung wird dieser Kartentyp 
als Karte mit gemischter Funktion oder gemischte Chipkate 
bezeichnet. 

[0004] Solche Karlen sind dazu besliinmt, unlerschiedli- 
che Operationen zu realisieren, wie zum Beispiel Bankurans- 
aktionen, Telefonkomniunikaiion, Identifikationsoperatio- 
nen und alle Arten von Operationen, die entweder durch 
Einfiigen der Karte in ein Lesegerat oder aus der Entfemung 
durch elektromagnetische Kopplung (prinzipiell induktive 
Kopplung) zwischen einem Sende-EmpfangsanschluB und 
einer Karte, die in das Wlrkungsgebiet dieses Anschlusses 
gebracht wird, ablaufen konnen. 

[0005] Die Antenne ist im allgemeinen aus einem Leiter- 
element gebildet, das auf einer diinnen Schicht auf einer 
Substratplatte aus Kunststoff aufgebracht ist und so eine 
Spule in einer einzigen Ebene bildet, welche wenigstens 
zwei Windungen umfaBt, wobei die Wicklungai sich im 
Wesentlichen am AuBenrand der Substratplatte erstrecken. 
An den Enden der Antenne sind AnschlOsse votgesdien, urn 
die Antenne mit Konlakten des elektronischen Mikromoduls 
verbinden zu konnen. 

[0006] Die Antennenspuien konnen auf unterschiedliche 
Weise realisiert werden, durch Lamination, Einbettung von 
Antennendrahten in das Substrat, die Verwendung von lei- 
tender Tmte, Foto-Atzen oder auch Siebdruck. 
[0007] Jede Spule, die in ein und derselben Ebene reali- 
siert ist, macht die Anordnung einer isolierenden Briicke 
notwendig, um die auBere Windung in Richtung der anderen 
aktiven Komponenten zu fuhren, die im Inneren der Win- 
dungen hegen. In dem Fall, daB der Antennendraht in das 
Substrat eingebettet ist, ist der Draht bereits isoliert und die 
Spule benotigt keine Briicke. Fur die anderen Ausfiihrungs- 
formen der Spule ist es jedoch notwendig, eine isolierende 
Briicke aufizubringen. 

[0008] Das technische Problem, das sich hierbei stellt, be- 
trifft die Genauigkeit und Zuverlassigkeit der Verbindung 
zwischen dem Modul und der Antenne. Auch die Beschran- 
kungen auf (inind des mechanischen Halts, der Zuverlassig- 
keit und der Herstellungskosten miissen berucksichtigt wer- 
den. 

[0009] Es ist ein Verfahren zum Herstellen von Chipkar- 
ten mit einer Antenne bekannt, an deren Enden Flachen zur 
Verbindung mit einem elektronischen Mikromodul vorgese- 
hcn sind, wobei das HorstcUungsvcrfahrcn cs crlaubt, cs 
zwischen den AnschluBfiachen der Antenne einen freien 
Raum zu erhalten, in dem das Mikromodul positioniert wer- 
den kann, ohne das die Gefahr von Kurzschlussen entsteht 



Oder die Windungen der Antenne beschSdigt werden. Ein 
seiches Verfahren ist schematisch in Fig. 1 gezeigt. 
((K)10] In diesem Fall ist eine Antenne 11, die wenigsten 
zwei Windungen umfaBt, auf einer Substratplatte 10 reali- 
5 siert. An den Enden des Drahtes der Antenne 11 sind An- 
schluBfelder 12 vorgesehen. Die XWndungen dieser Antenne 
11 liegen auBerhalb der AnschluBfelder 12, und ein isolie- 
rende Briicke 13 ist vorgesehen, um jedes der Enden der An- 
tenne jeweils mit einem AnschluBfeld 12 ohne KurzschluB 

!0 zu verbinden. 

[0011] Diese Ausfiihrungsform erlaubt es, dem Raum, der 
zwischen den AnschluBfeldem 12 der Antenne liegt, frei zu 
lassen, so daB keine Windungen durch ihn hindurchgeht. Da 
dieser Raum frei ist, besteht nicht die Gefahr, daB die Anten- 

15 nenspuren wahrend eines spateren Schrittes beschadigt wer- 
den, bei dem das elektronische Mikromodul an den An- 
schluBfeldem der Antenne befestigt wird. Diese Ausfiih- 
rungsform macht jedoch das Vorschcn cincr isoUcrcndcn 
Briicke 13 notwendig. Diese isolierende Briicke 13 wirdrea- 

20 lisiert, indem die Windungen der Antenne in einer Zone z 
mit einer isolierenden Schicht bedeckt werden, wobei dann 
ein Leiterelement das Ende einer Wndung und insbeson- 
dere das Ende der letzten Windung, die auf der Substrat- 
platte 10 am weitesten auBen liegt, mit einem der AnschluB- 

25 felder der Antenne verbinden kann. 

[0012] Es zeigt sich somit, daB das Vorsehen einer solche 
isolierenden Briicke eine teuere Losung ist. Die Reihe der 
zusatzlichen Schritte, die vor der Montage des Mikromoduls 
auf der Antenne ausgeflihrt werden, um die isolierende 

30 Brucke zu realisieren, verhindert femer das Erreichen einer 
hoheren Produktionsrate. 

[0013] Ein anderes Verfahren zum Herstellen von kontakt- 
losen Chipkarten gemaB dem Stand der Technik ist in Fig. 2 
gezeigL Bei diesem Verfahren iiberspannt das elektronische 

35 Mikromodul 600 die Windungen der Antenne 200, die auf 
der Subsuatplatte 100 realisiert ist. In dieser Konfiguration 
hat die Antenne die Form einer Spirale und umfaBt wenig- 
stens zwei Windungen. Die Windungen der Antenne gehen 
zwischen den Anschlussen 250 dieser Antenne hindurch. 

40 Das elektronische Mikromodul ist somit so aufgebracht, daB 
sein Metallgitter, welches Kontaktfelder Uragt, in Richtung 
der Windungen der Antenne ausgerichtet ist. Es ist somit 
notwendig, eine isolierende Briicke vorzusehen, bevor das 
Mikromodul aufgebracht wird, um das Auftreten von Kurz- 

45 schliissen zwischen der Antenne und den metaUischen An- 
schliissen des Mikromoduls beim Aufbringen desselben zu 
vermeiden. 

[0014] Es ist daher eine isolierende Briicke 300 vorgese- 
hen, welche teilweise die Windungen der Antenne 200, mit 

50 Ausnahme eines Tells der Verbindungsanschlusse 250 be- 
deckt. Eine kleine Menge Fullmaterial SOO wird dann auf 
die isolierende Brucke aufgebracht, bevor das Mikromodul 
gegen die isolierende Briicke und das Fiillmaterial zu liegen 
kommt, um eine elektrische Verbindung des Mikromoduls 

55 mit den Anschlussen der Antenne zu bilden. 

[0015] Die isolierende Brucke 300 steUt eine elektrische 
Isolation der Spuren der Antenne und des Metallgitters des 
Mikromoduls sicher, und das Fullmaterial erlaubt es, den 
Raum zwischen dem Mikromodul und der isoUerenden 

60 Briicke zu fullen. Die isolierende Briicke wird vorzugsweise 
durch Siebdruck eines fliissigen Harzes und anschlieBende 
Polymerisation mit ultravioletter Strahlung realisiert. Die 
Realisierung der isolierenden Briicke, welche einen Teil der 
Windungen der Antenne bedeckt, bevor das Mikromodul 

65 auf die Antenne aufgebracht wird, crfordcrt somit die Um- 
setzung komplexer und teurer Schritte. Da die eigentMche 
Struktur der Einrichtung der Fig. 2 mit dem Mikromodul die 
Windungen der Antenne iiberspannt und die AnschluBfelder 
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des Metallgitters des Mkromoduls nrit den AnschlUssen der 
Antenne direkt verbunden sind, ist es sehr schwierig, die 
Isolation zwischen den Spuren der Antenne einerseits und 
zwischen der Antenne und den metalHschen AnschlUssen 
des Mikromoduls andererseits zu meistem. Die isolierende 5 
Briiclce 300 erscheint somit niclit ausreichend robust. 
[0016] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Chipkate 
ohne Kontakte und/oder mit gemischter Funktion herzustel- 
len, die ein Bauteil trSgt, das ein eiektronisches Modul oder 
ein metallischer Kontakt sein kann, je nach dem Typ der lo 
Karte, die hergestellt werden soli, die wobei das Bauteil mit 
einer Antenne zwisclien den inneren und auBeren Windun- 
gen verbunden ist, wobei die Nachteile, die mit den Verfah- 
ren des Stands der Technik einliergehen, vermieden werden 
sollen. 15 
[0017] Zu diesem Zweck sielit die Erfindung in einer er- 
sten Ausfiihrungsform vor, einen IsolierstofF in Form eines 
Film, der gcschnittcn und laminicrt wird, auf den Bautcil- 
fikn selbst aufeubringen. anstatt ihn auf die Platte aufzubrin- 
gen, welche die Antenne tragi. In einer zweiten Ausfiih- 20 
rungsform wird der IsoUerstoff nicht auf den Bauteilfilm 
aufgebracht, sondem es ist vorgesehen, ihn in Form von iso- 
lierenden Tabletten auf jedes Bauteil aufzubringen, nach 
dem die Bauteile geschnitten wurden und bevor sie auf ein 
Antennensubsirat aufgebracht werden. Es ist souul das Bau- 25 
teil selbst, das nach dieser Behandlung gleichzeitig die Auf- 
gabe der isolierenden Briicke erfuUt, wenn es so auf die An- 
tenne aufgebracht wird, daB es diese uberspannt. 
[0018] Die Isolierung gewinnt somit an Robustheit und 
die Umsetzung ist sehr einfach, weil sie in Ebene des Mikro- 30 
modulfibns ausgefiihrt wird. 

[0019] Gegenstand der Erfindung ist speziell ein Verfah- 
ren zum Herstellen eines Chiptragers ohne Kontakt mit ei- 
ner elektronischen Anordnung, die eine Antenne umfaBt. 
welche eine Spirale bildet, an deren Enden Anschliisse vor- 35 

gesehen sind, und mit wenigstens einem elektronischen Mi- 
kromodul, das mil der Antenne verbunden ist, gekennzeich- 
net durch die folgenden Verfahrensschritte: 

- Laminieren eines isolierenden Filmes auf einen Mi- 40 
kromodulfilni, auf dem eine Anordnung aus Mikronio- 
dulen angeordnet ist, wobei in dem isolierendem Film 
vorab Offnungen ausgebildet sind, welche der Zone 
elektrischer Kontaktfelder entsprechen, die an den je- 
weiligen AuBenseiten jedes Mikromoduls angeordnet 45 
sind; 

- Laminieren eines Films aus einem elektrisch leiten- 
den, thermisch aktivierbaren Leitermaterial mit Klebei- 
genschaften auf den Mikromodulfilm, wobei in dem 
Leiterfilm vorab Offnungen ausgebildet sind, die der 50 
zentralen Zone der Mikromodule entsprechen, welche 

zu beiden Seiten ihre Kontaktfelder liegt; 

- Beschneiden der Mikromodule; 

- Fur jedes Mikromodul, Aufbringen des Mikromo- 
duls auf die Antenne, wobei die Unterseite des Mikro- 55 
moduls die isolierende Schicht und die Leiterschicht 
mit Klebeigenschaften tragt, welche zuvor zur Antenne 
gewandt aufgebracht wurden, um eine elektrische Ver- 
bindung mit den AnschlUssen der Antenne herzustel- 



len. 

[0020] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel- 
len einer Chipkarte ohne Kontakte und/oder mit gemischter 
Funktion, die ein eiektronisches Mikromodulbauteil oder ei- 
nen cinfachcn mctallischcn Kontakt tragt, abhangig von der 6S 
herzustellenden Karte, welche mit einer Antenne zwischen 
deren inneren und auBeren Windungen verbunden sind. Die 
Erfindung sieht vor, einen Isolationsstoff in der Form eines 



Hlms aufzubringen, der beschnitten und auf den Bauteile- 
film selbst aufgebracht witd, anstatt ihn auf die Folie aufzu- 
bringen, welche die Antennen tragt. Es ist somit das Bauteil 
.selbst, das nach dieser Behandlung, gleichzeitig die Auf- 
gabe der isolierenden Briicke erfiiilt, wenn es so auf die An- 
tenne aufgebracht wird, daB es diese iiberspannL Die Isola- 
tion gewinnt dadurch an Robustheit und kann leichter reali- 
siert werden, weil sie auf der Ebene des Bauteilefiims aufge- 
bracht wird. 

[0021] Weitere Einzclheiten und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich deutUcher aus der Lektiire der folgenden Be- 
schreibung eines Ausfiihrungsbeispiels mit Bezug auf die 
2£ichnungen. In den Figuren zeigen: 
[0022] Fig. 1, die bereits beschrieben wurde, zeigt ein er- 
stes Verfaliren zum Aufbringen einer isolierenden Brucke 
auf eine Antennespule zum Aufbringen eines elektronischen 
Mikromoduls mit guten Betriebsbedingungen gemaB dem 
Standc der Technik; 

[0023] Fig. 2, die bereits beschrieben wurde, zeigt ein 
zweites Verfahren gemaB dem Stand der Technik, bei dem 
eine isolierende Briicke auf eine Antennespule aufgebracht 
wird, wobei ein eiektronisches Mikromodul diese Anten- 
nenspuie uberspannt, wenn es aufgebracht wird, 
[0024] Fig. 3A, 3B, 3C und 4 zeigen verschiedene Schritte 
des Verfahrens gemaB der Erfindung, wobei Fig. 4 eine aus- 
einandergezogene Darstellung ist. 

[0025] Das Verfahren gemaB der Erfindung besteht zu al- 
ler erst darin, eine beslimmte Anzahl von Operationen direkt 
auf der Ebene des Mikromodulfilms umzusetzen, bevor ge- 
schnitten und elektronische Mikromodule auf ihre zugeho- 
rige Antenne aufgebracht werden. Diese Schritte sind in 
Fig. 3A bis 3C gezeigt. 

[0026] Fig. 3A zeigt einen Teil des Films mit Mikromodu- 
len Oder Mikromodulfilm 1, auf dem eine Anordnung elek- 
tronischer Module 2 angeordnet ist. Jede auf dem Film 1 
querlaufende Reihe aus iVIikromodulen umfaBt drei Mikro- 
module in dem Beispiel der Fig. 3A, ohne das dies irgend 
eine Begrenzung des Bereichs der Erfindung darstellen soil. 
[0027] Diese Art von Mikromodulfilmen ist iiblicher 
Weise ein 35 mm-Film, der auf eine Spule aufgewickelt ist 
und mit Einrichtungen benutzt werden kann, die bei der 
heute iiblichen Bearbeitung tradidoneller Chipkaten ver- 
wendet werden, 

[0028] Die Fig. 3B und 3C zeigen somit die zwei ver- 
schiedene Operationen, die mit dem Mikromodufilm 1 aus- 
gefuhrt werden. Es ist wichtig zu beachten, daB die zwei im 
folgendem niit Bezug auf die Fig. 3B und 3C beschriebenen 
Operationen in beliebiger Reihenfolge ausgefUbut werden 
konnen. 

[0029] Mit Bezug auf Fig. 3B besteht eine erste Operadon 
darin, auf den ersten Mikromodulfilm 1 einen zweiten Film 
3 aufzubringen (zu laminieren), der aus einem isolierendem 
Film gebildet ist, welcher mit einem Klebstolf bedeckt ist, 
um jedes der Mikromodule lokal elektrisch zu isolieren. Der 
Isolierfilm 3 ist vorzugsweise aus einem Polyestersubstrat 
sehr geringer Dicke gebildet, das auf wenigstens einer Seite 
mit einem Klebstoff aus einem thermisch aktivierbarem 
Kleber oder einem anderen Material bedeckt ist. Das Auf- 
bringen dieses Isolators durch Laminieren auf dem Mikro- 
modulfilm hat die Funkdon, die inneren Wndungen der An- 
tenne zu neutralisieren, wenn das Mikromodul auf die An- 
tenne aufgebracht wird. 

[0030] Beim Einbringen des Mikromoduls gehen die Win- 
dungen der Antenne unter dem Bauteil hindurch und berOh- 
rcn somit den mctallischcn Kontakttcil des Bautcils, woraus 
die Notwendigkeit dieses Schrittes zur elektrischen Isolation 
entsteht, um Kurzschlusse zwischen der mittleren metalli- 
sche Zone des Bauteiis zu beiden Seiten seiner Kontaktfla- 
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chen und den Spulenwindungen der Antenne zu vemieiden. 
Der Klebstoff mil thermisch aktivierbarem Kleber bedeckt 
wenigstens eine Seite des Polyestersubstrats und bildet ei- 
nen Isolator, der zusafy.lich eine gufe mechanische Wider- 
standsfahigkeil gewahrleisten kann, wenn das elektronische 5 
Mikromodul auf die Antenne aufgebracht wird. 
[0031] Der Isolator darf jedoch nicht die Zone uberdek- 
ken, welche den elektrischen Kontaktflachen der Mikromo- 
dule enispricht und durch die das elektronischen Mikronio- 
dul mit den Anschliissen der Antenne elektrisch verbunden lo 
wird. Nur die mittlere Zone der Mikromoduie, welche mit 
den Windungen der Antenne in Kontakt kommen kann, darf 
also isoliert werden. 

(0032] Vor dem Laminieren des isolierenden Films 3 auf 
den Mikromodulfilm 1 werden daiier Offnungen 4, welche 15 
der Zone der Kontaktflachen der elektronischen Mikromo- 
<iulc entsprechen, welche an den jeweiligen AuBenseiten je- 
dcs Mikromoduls licgcn, auf dcm isolicrraidcn Film 3 online 
mil llilfc eines geeigncien Werkzeugs, wie ein Matrix- 
Slan/.-sictripel, ausgefiihrl. 20 
|(K)331 Bei dem Bcispicl der Fig. 3B bedeckt der isolie- 
rcndc 1-ilm 3 nichi den gcsamien Mikromodulfilm 1, und es 
sine! vicr Offnungen 4 in dem isolierenden Film 3 fiir jede 
auf dem Mikromodulfilm quer verlaufende Reihe aus Mi- 
krotiuxluienausgebildel. 25 
|(KI34 1 In cincr Abwandlung wird ein groBerer Isolierfilm 
(in Vin- 3B nicht gczcigi) dcrari verwendet, daB erden Mi- 
kromodulliim 1 (bis auf die 1 ransporllocher des Films) voU- 
sliindit! bcdecki. Hs sind somit sechs Offnungen 4 in dem 
isolierenden I'ilm ftir jcde auf dem Mikromodulfilm 1 quer 30 
verlaufende Reihc aus Mikromodulen ausgebildei. Bei dem 
lieispicl der Fig. 3B unifaBt jede Reihe drei Mikromoduie. 
|(M)35| Die Oflnungen. welciie also den Zonen der Kon- 
taktfclder der Mikromoduie entsprechen, dienen zur elektri- 
schen Verbindung mil der Antenne. 
|{K)36| Nach dem Laminieren des isoherenden Films 3 mil 
seincn OtTnungcn 4 crlaubt der Teil des Isolator, der auf dem 
Mikromodulen blcibi, die Anienne im Verhaltnis zu dem 
Mikromodul zu isoliercn, wenn das Mikromodul auf die An- 
tenne aulgebrachi wird. 40 
|00371 In cincr wciicrcn Abwandlung wird eine Anord- 
nung aus cinzclncn. koniinuicrlichen Isolierbandern 7, bei 
dcm Bci-spicl der Fig. 3B sind es drei Stiick, auf den Mikro- 
modul film I so aufgebracht. daB sie nur die zenU-ale Zone 
der Mikromoduie bedcckcn, die zwischen ihren elektrischen 45 
Koniaklfeldern licgt. 

|0038] Die drei konlinuierhchen, isolierenden Bander 7 
sind vorzugsweise auf drei verschiedenen Spulen vorgese- 
hen, die insgesanii mil richtigem Abstand auf den Mikromo- 
dulfilm aufgebracht werden, wobei der Abstand genau der 50 
Abdeckung der zenlnile Zonen der Mikromoduie entspricht. 
Sie konnen auch auf einer cinzelnen Spule voigesehen sein, 
die offline mil einer Schutzfolie versehen wurde, wobei die 
Schutzfolie nach dem Aufbringen auf den Mikromodulim 
abgezogen wird. 55 
I0O39] Mil Bezug auf Fig. 3C besteht der nachfolgende 
Schriti in dem Aufbringen eines Films auf den Mikromodul- 
film 1, der aus cinem thermisch akdvierbaren, elektrisch lei- 
lenden Klebstoff 5 besteht, welcher AC'F genannt wird, was 
eine .Abkurzung fur den cnglischen Ausdruck "Anisotropic 60 
Conductive Film" isi. 

[0040] Der AtT-Film 5 ist aus einem Klebstoff mit ubli- 
chem thermisch aktivierbarem Kleber gebildet, in dem sich 
zufallig verieilie metallische Kugeln mit Goldiiberzug befin- 
dcn, die cs nach dcm Vcrprcsscn crmogiichcn, cine clektti- 65 
sche Leitfahigkeit entlang einer zum Film senkrechten 
Achse zu realisieren. 

[0041] Das Aufbringen des ACF-Klebers 5 hat einerseits 



die Funktion, das elektronische Mkromodul auf der An- 
tenne zu halten, wenn es auf diese aufgebracht wird, ande- 
rerseits, die elektrischen Verbindungen zwischen der An- 
tenne und dem Mikromodul zu Widen. 
[0042] Da dieser Film 5 ein elektrischer Leiter ist, wird 
vorzugsweise der Teil, welcher komplementar zu dem ersten 
Schritt des Laminierens entsprechend der mittleren metalli- 
schen 2^ne der elektronischen Mikromoduie ist, vor dem 
Laminieren auf den Mikromodulfilm 1 von dem ACF-Film 
5 zuriickgezogen, um jedeelektrischeLeitung zwischen die- 
ser Zone der Mikromoduie und den Windungen der Spule zu 
vermeiden, wenn ein Mikromodul auf einer Antenne aufge- 
bracht wird. 

[0043] Vor diesem zweiten Schritt des Laminierens wer- 
den somit Offnungen 6 online in dem ACF-Film 5 mittels 
eines geeigneten Werkzeugs, wie ein Matrix-Stanzstempel, 
zu beiden Seiten ihrer Kontaktfelder ausgefiihrt. Diese Off- 
nungen 6 crlaubcn cs, bei dcm Aufbringen des Films 5 die 
Teile des Isolators durch den ACF-Film nicht zu iiberdek- 
ken, welche zuvor auf den Mikromodulfilm 1 aufgebracht 
wurden. Nach diesem Schritt des Laminierens sind nur die 
Kontaktfelder der Mikromoduie von dem ACF bedeckt. 
[Q044] Wenn die verschiedenen Schritte des Laminierens 
aiff der Ebene des Mikromodulfilms wie oben beschrieben 
ausgefiihrt sind, wird ein Schritt zum Schneiden der Mikro- 
moduie 2 ausgefuhrt, um sie mit einer speziellen Bestuk- 
kungsmaschine auf ein Substrat der Antenne aufbringen zu 
konnen. Die Mikromoduie werden dann mit Hilfe eines Ma- 
trix-Stanzstempels zusammen mit der isolierenden Schicht3 
und der leitenden Klebstofifschicht 5, welche zuvor auflami- 
niert wurden, online geschnitten. 

[0045] Das Aufbringen der Mikromoduie 2 auf die An- 
tenne ist in Fig. 4 gezeigt. 

[0046] Die Antenne 11 wird z. B. auf einem Substrat aus 
einem Kunststoffmaterial durch Atzen eines Films aus Kup- 
fer Oder auch aus Aluminium hergestellt. Sie kann auch 
durch Siebdruck mdt einer leitenden Unte hergestellt wer- 
den, z. B. einer Unte aus Gold, die sofort trocknet. In einer 
Abwandlung kann die Antenne mit anderen bekannten 
Techniken ha-gesteUt werden, wie das Einbetten eines lei- 
tenden Dralites. 

[0047] Die Antenne 11 hat die Form einer Spirale und um- 
faBt wenigstens zwei Windungen. Die Antenne umfaBt an- 
dererseits an ihren Enden zwei Anschliisse, die die elektri- 
sche Verbindung mit dem elektronischen Mikromodul 2 si- 
cherstellen sollen. Femer ist die Antenne in Form einer Spi- 
rale derart hergesteUt, daB die Windungen der Antenne zwi- 
schen den Anschlussen 12 hindurchgehen. 
[0048] Der letzte Schritt besteht in der Realisierung der 
Verbindung der Antenne 11 mit dem elektronischen Mikro- 
modul 2. Das Mikromodul 2 wird mit seinen zuvor auflami- 
nierten Schichten derart aufgebracht, daB es die Wmdungen 
der Antenne 11 iiberspannt. Seine Unterseite, die der An- 
tenne zugewandl ist, tragt die verschiedenen laminierten 
Filme, insbesondere den leitenden Klebstofffiim 5, der die 
AnschluBfelder an den Enden des Mikromoduls bedeckt, 
und den isolierenden Film 3, der die Mitte des Mikromoduls 
zwischen seinen Kontaktfeldem bedeckt, wobei die Unter- 
seite den Anschlussen 12 der Antenne 11 zugewandt aufge- 
bracht wird. Die mittlere Zone des Mikromoduls 2, die zwi- 
schen seinen AnschluBfeldem liegt und mit der zuvor aufge- 
brachten isolierenden Schicht 3 bedeckt ist, kommt somit 
gegen die Windungen der Antenne 11 zu liegen. Das Mikro- 
modul wird dann durch Aufbringen eines Drucks bei dieser 
vordcfinicrtcn Stcllc aufgebracht. 

[(M)49] Der leitende ACF-Klebstoffilm, der jeweils auf die 
Enden des elektronischen Mikromoduls auflaminiert ist, ge- 
wahrleistet die mechanische Widerstandsfahigkeit des M- 
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kromoduls auf der. Antenne und erlaubt gleichwitig eine 
gute elektrische Leitung zwischen den Anschlussen der An- 
tenne und den Kontakten der Mikromodule. Der isolierende 
Film 3, der zwischen den Kontaktfeldem des Mikromoduls 
auflaminierl ist-, kann eine gute elektrische Isolation zwi- 5 
schen den Windungen der Antenne und der Mitte des Mikro- 
moduls gewalirleisten, Femer erlaubt es der Klebstofif mit 
dem thermisch aktivierbaren Kteber, der die Unterseite des 
isolierenden, auflaminierten Films bedcckt, wie oben be- 
schrieben, die mechanische Widerstandsfahigkeit des Mi- lo 
kromoduls auf der Antenne zu verstarken. 
[0050] Das Verfahren gemaB der Erfindung besleht somit 
darin, die Schritte des Laminierens jeweils eines isoUeren- 
den Klebstoffilmes und eines ACF-Filmes (in dieser oder ei- 
ner anderen Reihenfolge) auf den Mikrcmodulfilm vor dem 15 
Schneiden der Mikromodule und dem Aufbringen der Mi- 
kromodule auf den AntennentrSger zu realisieren, wodurch 
cine Briickc odcr das Isolicrcn der Antenne unnotig wcrdcn. 
[0051] GemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung kann jedoch der Isolator auf jedes Mikromodul auch 20 
auf andere Weise aufgebracht werden. Genauer kann das 
Aufbringen des Isolators nach dem Schneiden der Mikro- 
module erfolgen, bevor diese auf einen Antennentrager auf- 
gebracht werden. In dieser besonderen Ausfuhrungsform 
wird der Isolator nicht iiiehr in Fonn eines Filmes aufge- 25 
bracht, welcher geschnitten wird, nachdem er auf den Mi- 
kromodulfihn selbst auflaminiert wurde, wie zuvor mit Be- 
zug auf Fig. 3B beschrieben. 

[0052] In einem ersten Schrilt dieser zweiten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung, die in Fig. 3C gezeigt ist, wird nur 30 
der ACF-Film 5, in dem zuvor die Offnungen 6 ausgebildet 
wurden, welche der zentralen Zone der Mikromodule 2 ent- 
sprechen, beidseits ihrer Kontaktfelder (Zone, in der ein Iso- 
lator aufgebracht werden soil) angeordnet und auf den Mi- 
kromodulfilm 1 auflaminiert. Dann werden die Mikromo- 3.s 
dule mit einem Matrix-Standstempel geradlinig geschnitten. 
Jedes Mikromodul umfaBi soniit einfach die leitende Kleb- 
schicht 5, die zuvor auflaminiert wurde und nur ihre elektri- 
schen Kontaktfelder bedeckt. 

[0053] Der Isolator wird dann auf die zentralemetallische 40 
Zone jedes Mikromoduls in Form eines isolierenden Trop- 
fens oder einer Pastille aufgebracht. Die Abmessungen des 
isolierenden IVopfens sind so bemessen, daB sie prazise de- 
nen der zentralen Zbne der Mikromodule entsprechen, wel- 
che beidseitig der Kontaktfelder liegt, um diese Zone voll- 45 
standig zu bedecken und so eine gute Isolation sicherzustel- 
len, wenn die Mikromodule auf einen Antennentrager auf- 
gebracht werden. Jeder isolierende Ttopfen ist z. B. aus ei- 
nem Polyestertrager hergestellt, der auf wenigstens einer 
Seite mit einem thermisch aktivierbaren Klebstofif bedeckt so 

[0054] Das Aufbringen von isolierenden Tropfen nach 
dem Schneiden der Mikromodule mit einem Matrix-Stanz- 
stempel wird vorzugsweise wahrend des Transports der ge- 
schnittenen Mikromodule zwischen dem Gegenstempel des 55 
Schneidwerkzeugs und der Aufnahme der Bestiickungsma- 
schine vorgesehen. Dadurch wird die Anordnung der Mikro- 
module so wie auf dem MikromodulfiLm vor dem Schneiden 
beibehalten, wodurch das Aufbringen der isolierenden Trop- 
fen auf die zentrale Zone jedes Mikromoduls vereinfacht 60 
wird. 

[0055] Das Aufbringen der Mikromodule auf einen An- 
tennentrager wird dadurch genauso durchgefuhrt, wie be- 
reits oben mit Bezug auf Fig. 4 beschrieben. 
[0056] Die vorgcschlagcnc Losung gemaB der einen odcr 65 
anderen Ausftihrungsform zum Aufbringen eines elektroni- 
schen Mikromoduls auf eine Antenne, bevor dieses auf ei- 
nen Kartenlrager auflaminiert wird, ist somit einf^her, oko- 
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nomischer und robuster als die LOsungen des Standes der 
Technik. 

[0057] Das Verfahren gemaB der Erfindung kann schlieB- 
lich auch auf Karten mit gemischter Funktion angewendet 
werden. Fiir eine solche Anwendung ist es notwendig, eine 
Briicke vorzusehen, um die beiden Anschliisse der Antenne 
zum Inneren der Antennenwdndungen zu bringen. Die 
BrUcke uberspannt somit die Antennenwindungen. 
[0058] Filr die Realisation einer solchen BrUcke kann eine 
einfache metallische Zunge aufgebracht werden, die ein me- 
tallischer Kontakt ist, wobei die Telle des ACF-Films und 
des isolierenden Films so sind, wie sie oben fiir das Aufbrin- 
gen eines elektronischen Mikromoduls beschrieben wurden. 
[(H)59] Anstatt das Verfahren gemaB der Erfindung auf ei- 
nen Mikromodulfilm anzuwenden, wie oben mit Bezug auf 
Fig. 3A geschrieben, wird am Anfang des Rrozesses ein 
Film verwendet, der eine Anordnung aus metallischen Kon- 
takten tragt. Dieser Film crfahrt dann cntwcdcr die Schritte 
gemaB der ersten Ausftihrungsform der Erfindung oder die 
Schritte gemaB der zweiten Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung. 

[0060] Durch Beibehalten desselben Prozesses fiir ein 
Bauteil, das als elektronisches Mikromodul bezeichnet wird, 
oier fiir einen metallischen Kontakt mit dergleichen Ober- 
flache undDicke wie denen des Mikromoduls konnen somit 
ebensoBriicken auf den Antennen realisiert werden, welche 
fur Karten mit gemischter Funktion bestimmt sind. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines kontakUosen Chip- 
tragers mit einer elektronischen Einrichtung, welche 
eine Antenne (11) tragi, die eine Spirale bildet, an de- 
ren Enden Anschliisse (12) vorgesehen sind, und we- 
nigstens einem elektronischen Mikromodul (2), das mit 
der Antenne (11) verbunden ist, gekennzelchnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte: 

- Laminieren eines isolierenden Filmes (3) auf 
einen Mikromodulfilm (1), wobei auf dem Mikro- 
modulfilm (1) eine Anordnung aus Mikromodulen 

(2) angeordnet ist und in dem isolierenden Film 

(3) Offnungen (4) ausgebildet sind, welche einer 
Zone mit elektrischen Kontaktflachen entspre- 
chen, die an den jeweiligen AuBenseitai jedes Mi- 
kromoduls (2) vorhanden sind, 

- Laminieren eines Films aus einem elektrisch 
leitenden, thermisch aktivierbaren Klebstofif auf 
dem Mikromodulfilm (1), wobei in dem Klebstof- 
film Offnungen (6) ausgebildet sind, welche der 
mittleren Zone der Miicromodule (2) entsprechen, 
die beidseits ihrer Kontaktflachen liegt; 

- Beschneiden der Mikromodule (2); 

- fur jedes Mikromodul, Aufbringen des Mikro- 
moduls (2) auf die Antenne (11), wobei die Unter- 
seite des Mikromoduls (2) die isolierende Schicht 
(3) und die leitende Klebstoffschicht (5) tragt, 
welche zuvor aufgebracht wurden, und der An- 
tenne (11) zugewandt ist, so daB eine elektrische 
Verbindung zu den Anschlussen (12) der Antenne 
hergesteUt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Offnungen (4 und 6), welche in dem isolie- 
renden Film (3) bzw. in dem Film aus elektrisch leiten- 
dem Klebsioff (5) ausgebildet werden, bevor diese 
Fihuc auf den Mikromodulfilm (2) auflaminiert wer- 
den, mit einem Matrix-Stanzstempel in einer Linie aus- 
gefiihrt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
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net, daB der erste Schritt des Laminieiens eines isolie- 
renden Films (3), in zuvor Ofifnungen (4) ausge- 
bildet wurden, ersetzt wird durch einen Schritt, der 
darin besteht, auf den Mikromodulfilm (1) eine Anord- 
nung aus einzelnen und durchlaufenden isoUerenden 5 
Bandem (7) aufzubringen, so da8 nur die zentrale Zone 
der Mikromodule bedeckt wird, die beidseits ihrer 
elektrischen Kontaktfeider iiegt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Schritt des Laminierens des lO 
Films aus elektrische leitendem, thermisch aktivierba- 
rem Material (5) auf den Mikromodulfilm (1) ausge- 
fuhrt wird, bevor der isolierende Film (3, 7) aufge- 
bracht wird, wobei die weiteren Schritte unverandert 
bleiben. 15 

5. Verfahren zum Herstellen eines kontaktlosen Chip- 
tragers mil einer elekironischen Anordnung, die eine 
Antcnnc (11) umfaBt, wclchc cine Spiralc bildct, an dc- 
ren Enden Anschltisse (12) vorgesehen sind, und mil 
wenigstens einem elektronischen Mikromodul (2), das 20 
mit der Antenne (11) verbunden ist, gekennzeichnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte: 

- Aufbringen eines Films aus einem elektrisch 
leitendem, thermisch aktivierbarem Klebstoflf (5), 

in dein ini voraus Ofifnungen (6) ausgebildet wer- 25 
den, welche der zentralen Zone der Mikromodule 

(2) entsprechen, die beidseits ihrer Kontaktfeider 
liegt, auf einen Mikromodulfilm (1); 

- Schneiden der Mikromodule (2); 

- Aufbringen eines isolierenden Tropfens auf die 30 
zentrale Zone jedes Mikromoduls (2), die beid- 
seits ihrer Kontaktflachen liegt, um diese Zone 
vollstandig zu bedecken; 

fiir jedes Mikromodul, Aufbringen des Mikro- 
moduls (2) auf die Antenne (11), wobei die Unter- 35 
seite des Mikromoduls (2) die isolierende Schicht 

(3) und die leitende Klebstoffschicht (5) tragi, 
welche im voraus auflaminiert wurden, und in 
Richtung der Antenne (11) gewandt ist, um eine 
elektrische Verbindung mit den Anschliissen (12) 40 
der Antenne zu bilden. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das elektronische 
Mikromodul (2) derart auf der Antenne (11) angeord- 
net wird, daB die zentrale Zone des Mikromoduls, die 45 
zwischen ihren Kontaktfeldem liegt und mit der isolie- 
renden Schicht (3, 7) bedeckt ist, gegen die Windungen 
der Antenne (11) zu liegen konmit. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das elektronische 50 
Mikromodul (2) auf die Antenne (11) aufgebracht 
wird, indem ein Druck auf das Mikromodul bei einer 
vorgegebenen Position aufgebracht wird, so daB eine 
elektrische Verbindung mit den Anschliissen (12) der 
Antenne (11) gebildet wird. 55 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprfl- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die isolierende 
Schicht (3, 7) aus einem Polyestersubstrat mit sehr ge- 
ringer Dicke gebildet ist, das auf wenigstens einer Seite 
mit einem thermisch aktivierbaren oder anderen Kleb- 60 
stoff bedeckt ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB da- Film aus dem 
elektrisch leitenden, thermisch aktivierbaren Klebstofif 
(5) aus einem thermisch aktivierbaren Klebstofif gcbil- 65 
det ist, in dem sich zufaUig verteilt Metallkugeln befin- 
den, die mit Gold bedeckt sind, wodurch nach dem Ver- 
pressen eine elektrische Ldtung entlang einer zum 
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Film senkrechten Achse erhalten wird. 
10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB es auf die Herstel- 
lung eines Chiptragers mit gemischter Funktion ange- 
wendet wird, d. h. mit Kontakt und ohne Kontakt, wo- 
bei der Mikromodulfilm (1) dann am Anfang des Ver- 
fahrens durch einen Film ersetzt wird, der eine Anord- 
nung aus metallischen Kontakien tragt, wobei die me- 
tallischen Kontakte die gleiche OberflSche und Dicke 
wie die elektronischen Mikromodule (2) haben. 
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